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® Verfahren zum Herstellen eines Leitermusters auf einem Substrat 

Verfahren zum Herstellen eines Leitermusters auf einem 
Substrat, bet welchem das Leitermuster durch ein Tinten- 
spritz-Druckverfahren definiert wird. Bei einer Ausfuhrungs- 
form wird durch Tintenspritzen ein Atzmaskenmuster auf 
einer Metallschicht, die auf ein isolierendes Substrat aufka- 
schiert ist, hergestellt. Bei einer anderen Ausfuhrungsform 
wird durch Tintenspritzen auf einem isolierenden Substrat 
ein Haftmaterial- oder Klebstoffmuster entsprechend dem 
gewunschten Leitermuster hergestellt und auf diesem Mu- 
ster wird dann ein pulverformiges, elektrisch leitendes Ma- 
terial zum Haften gebracht. Man kann auch eine elektrisch 
leitende Farbe, z. B. eine Metallsuspension, direkt in der fur 
das Leitermuster erforderlichen Konfiguration durch Tinten- 
spritzen auf ein Leiterpiattensubstrat oder eine Dickschicht- 
■ schaltung aufbringen. 
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Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum 
Herstellen eines Leitermusters. z. B. fur sogenannte ge- 
druckte Schaltungen oder Leiterplatinen oder fiir soge- 5 
nannte Dickschichtschaltungen. 

Bei der Herstellung gedruckter Schaltungen (Leiter- 
platinen) geht man im allgemeinen von einer isolieren- 
den Substratplatte aus. die mit einer Kupferfolie ka- 
schiert ist. Die Kupferfolie wird durch ein photolitho- 10 
graphisches Verfahren oder auf andere Weise selektiv 
mit einer Atzmaske abgedeckt, wobei die Konfiguration 
der Atzmaske dem letztlich gewunschten Leitermuster 
entspricht. Die nicht abgedeckten Bereiche der Kupfer- 
folie werden dann weggeatzt. 15 

Bei der Herstellung von Dickschichtschaltungen wer- 
den die gewunschten Leitermuster mittels elektrisch lei- 
tender Farbe im allgemeinen durch Siebdruck gebildet. 

Die vorliegende Erfindung lost die Aufgabe, die be- 
kannten Verfahren zum Herstellen eines Leitermusters 20 
zu vereinfachen und/oder die fiir ihre Durchfiihrung 
erforderliche Zeit zu verkiirzen durch die Anwendung 
des an sich bekannten Tintenspritz-Druckverfahrens 
zur Definition des herzustellenden Leitermusters. 

Tintenstrahldruckverfahren und reinrichtungen sind 25 
bekannt. Besonders geeignet fur die vorliegende Erfin- 
dung sind Tintenstrahl-Druckverfahren, bei denen ein 
Flussigkeitsstrahl unter hohem Druck aus mindestens 
einer Duse in Richtung auf eine Empfangsflache ausge- 
stoBen wird. die sich relativ zur Duse mit im allgemeinen 30 
ziemlich hoher Geschwindigkeit bewegt, und ein Teil 
der Tropfchen, in die der Flussigkeitsstrahl zerfallt, se- 
lektiv aufgeladen wird. Der Ladungszustand bestimmt, 
ob die Tropfchen die Empfangsflache erreichen oder 
nicht Im allgemeinen werden die geladenen Tropfchen 35 
durch ein elektrisches Querfeld in einen AbfluB geleitet, 
wahrend die ungeladenen Tropfchen das Querfeld un- 
beeinfluBt durchqueren und zur Empfangsflache gelan- 
gen. 

Bei einer ersten Ausfuhrungsform des vorliegenden 40 
Verfahrens wird auf die Oberflache einer auf einem iso- 
lierenden Substrat angeordneten Leiterschicht, z. B. ei- 
ner aufkaschierten Kupferfolie, ein dem gewunschten 
Leitermuster entsprechendes Atzmaskenmuster aus 
atzmittelresistenter Farbe, z. B. handelsublicher Kunst- 45 
harzfarbe, durch Tintenspritzen aufgebracht Dies kann 
z. B. unter Verwendung eines bekannten Flachbett-Tin- 
tenstrahlschreibers erfolgen oder, falls die Substratplat- 
te geniigend flexibel ist, mittels eines Trommel-Tinten- 
strahlschreibers. Der Schreiber kann in bekannter Wei- 50 
se mittels einer Magnetbandstation oder direkt von ei- 
nem Computer gesteuert werden. Nach dem Trocknen 
oder Harten der atzmittelresistenten Farbe wird die 
Leiterplatte wie ubiich geatzt. Man kann auf die obige 
Weise auch kleine Serien oder Muster wirtschaftlich 55 
herstellen. 

Der Atzschritt kann ganz vermieden werden, wenn 
man das Leitermuster durch Tinten- oder Farbspritzen 
unmittelbar oder mittelbar auf das (unkaschierte) isolie- 
rende Substrat schreibt. Unmittelbares Schreiben be- 60 
deutet, daB man eine elektrisch leitende Farbe, z. B. eine 
Metallpulver- oder Kohlepulversuspension zum Farb- 
spritzen verwendet. Bei der mittelbaren Herstellung 
wird auf das isolierende Substrat ein dem gewunschten 
Leitermuster entsprechendes Muster aus einem Haft- 65 
material aufgespritzt und auf dem Haftmaterialmuster 
wird dann feinteiliges, elektrisch leitendes Material, wie 
Metallpulver oder Kohlepulver, zum Haften gebracht. 



Unter "Haftmateriar sollen hier alle Fluide verstanden ^ 
werden, die sich fiir eine zumindest zeitweilige Festle- 
gung und drtliche Definierung des Leitermaterials eig- 
nen, also in erster Linie fliissige Klebstoffe und Kleb- 
stoffsuspensionen, aber auch andere Flussigkeiten, wie 
Glyzerin, ggf. sogar auch L5sungsmittel. Wasser u. dgU 
wenn sie das Leiterpulver genugend lange festzuhalten 
vermogen. Wenn das Haftmaterial keinen Klebstoff ent- 
halt oder zusatzlich hierzu kann das Leitermaterialpul- 
ver ein geeignetes Bindemittel, wie einen Schmelzkle- 
ber, zur endgiiltigen Fixierung des Leitermusters auf 
dem Substrat enthalten. Bei Verwendung genugend hit- 
zebestandiger Substrate, z. B. aus Keramik, kann das 
leitende Pulvermaterial ohne Kleber oder zusatzlich zu 
diesem durch Sintern fixiert werden. Die im vorstehen- 
den beschriebenen Varianten des vorliegenden Verfah- 
rens haben den Vorteil. daB der Atzschritt entfallt, was 
sowohl hinsichtlich des Zeitbedarfes als auch hinsicht- 
lich der Umweltbelastung vorteilhaft ist. 

Dickschichtschaltungen konnen ebenfalls durch di- 
rektes Aufspritzen einer elektrisch leitenden Farbe oder 
indirekt durch Aufspritzen eines Haftmaterial- oder 
Klebermusters und anschlieBendes Aufbringen des Lei- 
termaterials auf dieses Muster hergestellt werden. 

Die bekannten Tintenstrahldrucker arbeiten im allge- 
meinen mit einer hohen Relativgeschwindigkeit zwi- 
schen der den Tintenstrahl erzeugenden Duse oder Du- 
sengruppe und dem Aufzeichnungstrager. Wenn dies zu 
Schwierigkeiten fuhrt, kann ein Obertragsverfahren 
verwendet werden.. Man benutzt hierzu beispielsweise 
einen Tintenstrahlschreiber mit einem trommelfdrmi- 
gen Aufzeichnungstrager-Support, der als eine Art Off- 
set- Walze ausgebildet, also z. B. mit einem Weichgum- 
mimantel versehen wird. Man schreibt nun in einem 
ersten Verfahrensschritt ein dem gewunschten Leiter- 
muster entsprechendes Muster aus flussigem Klebstoff 
oder einem anderen Haftmaterial auf die Oberflache 
der Trommel, wahrend diese mit der fur das Tinten- 
strahlschreiben ublichen, hohen Geschwindigkeit ro- 
tiert. Nachdem dieses Muster auf die Oberflache der 
Trommel geschrieben worden ist, wird es mit beliebiger, 
langsamer Geschwindigkeit auf das Substrat abgerollt, 
beispielsweise indem man eine Isoliermaterialfolie zwi- 
schen der Aufzeichnungstrommel und einer Andruck- 
rolle hindurchfuhrt und dabei das Klebermuster auf das 
Substrat ubertragt. Die Aufzeichnungstrommel wird 
dann erforderlichenfalls gereinigt, was praktisch gleich- 
zeitig mit dem Obertragungsschritt erfolgen kann, und 
steht dann fiir einen neuen Aufzeichnungsschritt zur 
Verfugung. Das auf das Substrat ubertragene Haftmate- 
rialmuster wird dann mit elektrisch leitendem Pulver 
bestaubt und gegebenenfalls wird der Kleber anschlie- 
Bend gehartet und/oder das Leitermaterial gesintert 

Das beschriebene Obertragsverfahren kann auch mit 
leitender Farbe durchgefiihrt werden. 

Die Obertragung kann auch mit Hilfe eines Blattes 
aus Papier oder Kunststoff erfolgen. Nach dem Auf- 
spritzen des Leiter- oder Haftmaterialmusters wird das 
Blatt dem Tintenstrahldrucker entnommen und zur 
Obertragung des Musters auf das Substrat gelegt. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Herstellen eines elektrischen Lei- 
tungsmusters auf einem Substrat, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Definition der Konfiguration des 
Musters durch ein mit mindestens einem dunnen, 
elektrisch gesteuerten Flussigkeitsstrahl arbeiten- 
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des Tintenstrahlspritzverfahreh erfolgt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem ein dem 
Leitungsmuster entsprechendes Atzschutzschicht- 
muscer auf die Oberflache einer elektrisch leitfahi- 
gen Schicht (Leiterschicht), die auf einem isolieren- 
den Substrat angeordnet ist, aufgebracht wird und 
die mit dem Atzschutzschichtmuster versehene 
Leiterschicht dann einer Atzbehandlung unterwor- 
fen wird, dadurch gekennzeichnet, daO das Atz- 
schutzschichtmuster auf das Substrat durch ein Tin- 
tenspritzverfahren aufgebracht wird. indem eine 
atzmittelresistente Far be in Form eines dunnen 
Strahles aus mindestens einer Duse in Richtung auf 
das Substrat ausgestoOen wird, die Duse relativ 
zum Substrat bewegt wird und der Strahl dabei 
durch ein elektrisches Steuersignal wahiweise frei- 
gegeben wird, so daB er auf die Oberflache des 
Substrats auftrifft oder am Auftreffen auf das Sub- 
strat gehindert wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn* 
zeichnet, daB das Muster aus dem atzmittelresisten- 
ten Material mittels einer atzmittelresistenten 
Farbe durch ein Tintenspritzverfahren auf einen 
Zwischentrager aufgebracht wird, indem die Farbe 
in Form eines dunnen Strahls aus mindestens einer 
Diise in Richtung auf den Zwischentrager ausge- 
stoOen, die Diise bezuglich des Zwischentragers 
mit relativ hoher Geschwindigkeit bewegt und der 
Strahl dabei durch ein elektrisches Steuersignal 
wahiweise freigegeben wird, so daB er auf den Zwi- 
schentrager auftrifft oder am Auftreffen auf den 
Zwischentrager gehindert wird, und daB dann das 
auf den Zwischentrager aufgebrachte Muster aus 
der atzmittelresistenten Farbe auf die Oberflache 
der Leiterschicht ubertragen wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 zum Herstellen eines 
elektrischen Leitungsmusters auf einem Substrat, 
bei welchem ein elektrisch leitfahiges Material se- 
lektiv auf die mit dem Leitungsmuster zu versehe- 
nen Oberflachenbereiche des Substrats aufge- 
bracht wird, dadurch gekennzeichnet, daB das elek- 
trisch leitfahige Material durch ein Tintenspritzver- 
fahren auf das Substrat aufgebracht wird, indem 
eine elektrisch leitfahige Farbe in Form eines diin- 
nen Strahls aus mindestens einer Diise in Richtung 45 
auf das Substrat ausgestoOen wird, die Diise bezug- 
lich des Substrats bewegt wird und der Strahl dabei 
durch ein elektrisches Steuersignal wahiweise frei- 
gegeben wird, so daB er auf die Oberflache des 
Substrats auftrifft, oder am Auftreffen auf das Sub- 
strat gehindert wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein dem gewunschten Leitungsmuster 
entsprechendes Muster aus einem Haftmaterial auf 
das Substrat durch ein Tintenspritzverfahren auf- 
gebracht wird, indem ein Haftmaterialfluid in Form 
eines dunnen Strahles aus mindestens einer Diise in 
Richtung auf das Substrat ausgestoOen wird, die 
Duse beziiglich des Substrats bewegt wird und der 
Strahl dabei durch ein elektrisches Steuersignal 
wahiweise freigegeben wird, so daB er auf die 
Oberflache des Substrats auftrifft, oder am Auftref- 
fen auf das Substrat gehindert wird, und daB dann 
ein feinteiliges elektrisch leitfahiges Material auf 
dem Haftmaterialmuster zum Haften gebracht 
wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Muster aus einem Haftmaterial 
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durch ein Tintenspritzverfahren auf einen Zwi- 
schentrager aufgebracht wird, indem ein Haftmate- 
rialfluid in Form eines dunnen Strahls aus minde- 
stens einer Diise in Richtung auf den Zwischentra- 
ger ausgestoBen wird, die Diise bezUglich des Zwi- 
schentragers bewegt wird und der Strahl dabei 
durch ein elektrisches Steuersignal wahiweise frei- 
gegeben wird. so daB er den Zwischentrager er- 
reicht oder daran gehindert wird, den Zwischentra- 
ger zu erreichen; daB das auf dem Zwischentrager 
erzeugte Haftmaterialmuster auf das mit dem Lei- 
tungsmuster zu versehene Substrat Ubertragen 
wird und daB dann auf dem auf das Substrat tiber- 
tragene Haftmaterialmuster ein elektrisch leitfahi- 
ges Material zum Haften gebracht wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das leitfahige Material zumin- 
dest zum Teil aus einem Metallpulver besteht. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 4 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB das leitfahige Materi- 
al mit einem Bindemittel gemischt ist. 

9. Verfahren nach einem der AnsprOche 5 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Haftmaterial ei- 
nen Klebstoff enthait 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 4 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB das elektrisch leitfa- 
hige Material auf dem Substrat gesintert wird. 
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